

证券简称：艾为电子                            证券代码：688798
上海艾为电子技术股份有限公司
投资者关系活动汇总表
（2024年12月3日-5日）
	投资者关系活动类别

	■特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观	
□其他 （请文字说明其他活动内容）

	参与单位名称
	[bookmark: _GoBack]兴银、浦银、喜世润、中海、国信、开源电子、华泰电子、民生电子、鑫元基金、敦和资管、十溢投资、财通资管、鹏扬基金、泉果基金

	时间
	2024年12月3日、2024年12月4日、2024年12月5日

	地点
	公司会议室

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书：余美伊

	投资者关系活动主要内容介绍

	第一部分：解读公司2024年第三季度报告并介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。

第二部分：问答环节：
问题一：请问带动公司2024年第三季度营业收入同比增长的因素有哪些？
回答：2024年前三季度公司营业收入约23.66亿元，同比增长约32.71%。报告期内，消费电子、工业互联及汽车领域业务保持稳定增长，新产品和新市场领域的市场份额持续提升。公司多项并举，提升经营质量，持续推进管理变革包括产研数字化建设，优化运营效率、控费增效，不断提升公司管理效率和研发效率。公司重视研发投入，按照战略规划不断丰富产品品类、拓展市场领域，形成了以高性能数模混合芯片、电源管理及信号链产品线为主的平台化协同运作，同时稳步构建产品多维、市场多维的发展态势，为公司的未来业务增长，奠定了坚实基础。

问题二：请问公司的库存情况如何？
回答：2024年三季度末存货账面价值6.09亿，较年初的6.75亿下降9.68%，存货水平为近年来最低水平，盈利内生能力稳步增强。

问题三：请问公司毛利率连续多个季度持续提升的原因？
回答：2024年第三季度单季度毛利率为32.92%，同比增长10.8个pct，环比增长4.02个pct，毛利率自去年同期开始实现连续4个季度持续提升。毛利率提升主要系：公司新产品及高价值的产品持续增长；老产品加速迭代更新；新市场领域份额的提升；成本端的持续降本增效；公司通过不断提升精益运营水平，积极推动盈利能力提升，成效显著。 

问题四：请问公司费用情况如何？
回答：2024年前三季度期间费用总额约6亿，同比下降约14%，各项费用合理控制，其中研发费用约3.9亿，较上年同期下降约15.6%，研发投入总额占营业收入比例为16.4% 。公司根据市场及客户需求不断聚焦高价值产品，提升研发效率、产品竞争力和盈利能力。

问题五：请问公司利润增长的原因？
回答：2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润8,642.77万元，同比实现扭亏为盈，环比增长55.27%；2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,834.40万元，同比实现扭亏为盈，环比增长56.34%；2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润17,791.43万元，同比实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,588.02万元，同比实现扭亏为盈；报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除股份支付后归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要系：1.公司营业收入增长，规模效应进一步提升，整体带动公司利润率的提升；2.新产品和新市场领域的市场份额持续提升，综合毛利率较上年同期有所增长，毛利额增长；3.持续推进管理变革包括产研过程数字化，人工费用、工程开发费用、股份支付费用较上年同期减少。

问题六：请问公司高性能数模混合信号芯片的竞争优势如何？
回答：公司主要产品包括高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片等，在各个细分市场中均具备自身独特的竞争优势。其中，公司在高性能数模混合信号芯片领域形成了丰富的技术积累和完整的产品系列，发展出集硬件芯片和软件算法为一体的音频解决方案；在马达驱动芯片领域较早地进行了技术研发及积累，品类不断丰富，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，特别是在Haptic触觉反馈和Camera AF&OIS领域。在电源管理芯片和信号链芯片领域持续扩充产品种类，并在下游应用市场持续进行拓展。 

问题七：请问公司研发团队的情况如何？
回答：集成电路设计属于智力密集型行业，人才是集成电路设计企业的最关键要素。公司高度重视研发和管理人才的培养，积极引进国内外高端技术人才，目前已建立了成熟稳定的研发和管理团队。截至2024年6月30日，公司共有技术人员664人，占全部员工人数的比重达74%，主要研发和技术人员平均拥有十年以上的工作经验；共有核心技术人员5人，领导并组建了由多名集成电路设计行业资深人员组成的技术专家团队，构成公司研发的中坚力量。

问题八：请问公司的车规测试中心项目的进展如何？
回答：为完善公司整体产业布局，加强公司研发能力，工程开发能力，可靠性实验能力，芯片测试能力，进一步提升公司综合竞争力，公司在上海市临港新片区投资建设车规级可靠性测试中心项目。车规级测试中心项目占地40亩，总建筑面积11.3万平方米，有测试中心，实验中心等组成。项目集成了大型无尘净化车间，供与进行芯片的可靠性实验，失效分析以及工程及测试功能。项目于2023年7月开始施工建设，2024年7月1日完成所有地下室结构施工，计划主楼于12月完成结构封顶。


	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2024年12月5日






